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Beschreibung 

[0001 J Die Erfindung betrifft einen Verbund, umfassend ein Dunnstsubstrat mit einer Dicke < 0,3 mm und ei- 
ner Oberseite sowie einer Unterseite, einem Tragersubstrat mit einer Oberseite und einer Unterseite und einer 
Dicke im Beretch 0,3 - 5,0 mm, wobei das Dunnstsubstrat mit dem Tragersubstrat durch ein Verbindungsmar 
terial, das die Oberseite des Dunnstsubstrates, mit der Oberseite des Tragersubstrates verbindet , bzw. das 
zwischen die. Unterseite des Dunnstsubstrates und die Oberseite des Tragersubstrates eingebracht ist, losbar 
verbunden ist. 

[0002] |n der Dispiayindustrie werden gegenwartig Glaser der Dicken 0,3 - 2 mm standardmaftig zum Her- 
stellung von Displays yerwendet. Insbesondere fur Djsplays.fur Mobiltelefone, PDAs werden Glasdicken von 
0,7 mm und 0,5 (0,4 mm) eingesetzt. Diese Glaser sind steif Und serbsttragend und die Anlagen zur Display- 
herstellung sind auf diese Dicken optimiert. 

[0003] Will man jedoch Dunnstsubstrate mit Dicken kleiner 0.3 mm , wie z r B. Glas- oder Polyrnerfolieh, fur 
digitaie oder analoge Anzeigen verwenderi, die beispielsweise den Vorteil haben, dass sie biegbar sind, so 
.konnen derartige Dunnstsubstrate in herkommlichen Prozessen nicht mehr prpzessiert werden, da sich die. 
Substratflachen unter ihrem Eigengewicht stark durchbiegen, was als sagging bezeichnet wird. Des weiteren. 
sind diese Dunnstsubstrate sehr empfindlich gegen zu starke mechanische Belastungen. Als Folge hiervon 
konnen die Scheiben bei unterschiedlichen Prozessschritten brechen, beispielsweise beim Waschprozess 
oder bei Beschichtungen aus der Flussigphase. Weitere Quellen fur eine Beschadigung sind mechariisches 
Verkanten oder Anstofieh. Auch besteht die Gefahr, dass die Dunnstsubstrate in den herkommlichen Prozes- 
sen hangen bleiben, z.B. beim automatischen Substrattransport zwischen unterschiedlichen Fertigungsschrit- 
ten. Durch das Verbiegen der Dunnstsubstrate konnen auch Toleranzanforderurigen von Prozessen verletzt 
werden, beispielsweise die Ebenheitsanforderungen von Belichtungsprozessen, was zu einem Mismatch in 
den Abbildungseigenschaften fuhren kann. Die Belichtuhgsprbzesse konnen z.B. Lithographieprozesse Oder 
Maskenbelichtungsprozesse sein. Des weiteren neigen diinne flexible Substrate zu signifikanten Eigenschwin- 
gungen durch Aufnahme bzw. Anregungen von Raum und Korperschall aus der Umgebung. 
[0004] Andererseits ist es wunschenswert, duhnere, leichtere, gebbgene bzw. biegbare Displays zur Verfu- 
gung zu stellen. Dies lasst sich durch die Verwendung von Dunnstsubstraten erreichen, die Dicken < 0,3 mm 
haben. ' . 

[0005] Allerdings ergeben sich fur die Handhabung von Dunnstsubstraten in konventioneilen Anlagen zur Dis- 
playhersfellung aus zuvor beschriebenen Grunden Probleme. 

[0006] Aus der JP2000252342 ist bekannt, ein Glassubstrat, bereits mit einer leitfahigen ITO-Schicht be- 
schichtet, vcHlflachig auf eine thermisch entfernbare Klebefolie und diese wiederum auf ein Tragersubstrat zu 
legen. Dieser 3-teilige Verbund wird an den Seiten verklebt und wird durch eine thermische Behandlung von 
einer Minute bei 100°C wieder gelost. Nachteil dieses Verfahrens ist, dass durch die geringe Temperaturbe- 
standigkeit dieser Verbund fur viele Displayherstellungsprozesse ungeeignet ist. Prozessschritte, wie z.B. bei 
der OLED-Herstellung oder der ITO-Beschichtung, erfordern Temperaturen bis 230°C. Ein weiterer Nachteil 
der JP2000252342 ist, dass die Aulienseite des Glassubstrates mit der Klebefolie in Beruhrung kommt und 
dies zu weiteren Kontaminationen fuhren kann.. Bei der Ausfuhrungsform gemafc der JP2000252342 wird stets 
eine Zwischenfolie mit Kleber, bspw. Polyester yerwendet. Hierdurch wird das Dunnstsubstrat verunreinigt. Vor 
einer weiteren Verwendung ist eine Reinigung des DQnnstsubstrates notwendig, was sehr leicht zu Beschadi- 
gungen der Glaspberflache oder der Glaskanten fuhrt. 

[0007] Aufgabe der Erfindung ist es somit, die Nachteile des Standes der Technik zu uberwinden und einen 
Verbund anzugeben, der die Handhabung, Bearbeitung und den Transport von Dunnstsubstraten ermoglicht. 
Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist darin;zu sehen, dass mogliche Beschadigungen der Oberflache eines 
Dunnstsubstratverbundsystems verhindert werden. 

[0008] Erfindungsgemafc wird diese Aufgabe durch einen Verbund gemaii Anspruch 1 gelost. 
[0009] Der Verbund zeichnet sich durch eine so hohe Temperaturbestandigkeit aus, dass der Verbund alle 
Schritte bzw. Teilschritte zur Displayherstellung bzw. optoelektronische Bauteilherstellung unbeschadet uber- 
steht. - " 

[0010] Die Erfmder haben herausgefunden, dass es moglich ist, beispielsweise durch Verkleben, wiederios- 
bare yerbunde aus einem Dunnstsubstrat und einem Tragersubstrat herzustellen, die eine Temperaturbestan- 
digkeit iiber 100°C aufweisen. Alternativ oder zusatzlich zu einem Verkleben des Dunnstsubstrates auf dem . 
Tragersubstrat sind auch die folgenden Moglichkeiten der Halterung des Dunnstsubstrates auf dem Tragersub- 
strat moglich: 

- Halten durch adhasive Krafte 

- Halten durch elektrostische Krafte 

- Halten durch Vakuum 

[0011] Durch den erfindungsgemafcen Verbund wird Prozesssicherheit beim Prozessieren von Duhnnstsub- 
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straten hergestellt Im Stand der Technik gemaft der JP2000252342 wird hingegen nur Bruchsicherheit.ge- 
wahrleistet. . 

[0012] Beim erfindungsgemafien Verbund ist die Eigendiirchbiegung des Dunnstsubstrates sehr gering. Da- 
her weist das Dunnstsubstrat nur gerihge Abweichungen voh der Ebenheitauf. 

[0013] Di6 Prozessierung des Dunnstsubstrates erfolgt gemaft der Erfindung in der Regel im Verbund mit 
dem Tragersubstrat. .. 1 

[0014] Als Verbindungsmittel fur die Dunnstsubstrate mit dem Tragersubstrat konnen in einer Ausfuhrungs- 
form der Erfindung Kleber, Klebeband oder Polymere verwendet werden. Die Verbindungsmittel sind so ge- 
wahlt, dass sie die verschiedenen Bedingungen des Dispiayprozesses aushalten, z.B. Temperaturen bis 230° 
C bei Sputterprozessen, mechanische Angriffe bei Reinigungsprozessen, chemische Angriffe bei Lithogra- 
phieschritten. * .'■ 

[001 5] Des weiteren soli das Verbindungsmittel so gewahlt werden, dass der Verbund nach erfolgter Display- 
herstellung bzw. Teilschritten der Displayherstellung wieder gelost werden kann, so dass das Dunnstsubstrat 
alleine weiter verwendet werden kann. 

[0016] In einer besonders bevorzugten Ausftihrungsform wird der Verbund nur am Rand verklebt, und zwar 
so, dass zwischen Dunnstsubstrat und Tragersubstrat kein Kleber eingetragen wird. Dies kann man beispiels- 
weise dadurch erreichen, dass die Oberseite des Dunnstsubstrates mit der Oberseite des Tragersubstrates am 
Rand verklebt wird. Die Unterseite des Dunnstsubstrates liegt dann phne eine Kleberzwischenschicht direkt 
auf der Oberseite des Tragersubstrates auf. Es erfolgt also eine Fixierung des Dunnstsubstrates weitgehend 
ohne dass die Qualitatsflache der Dunnstsubstratoberflache verunreinigt wird. Lediglich in den Randbereichen 
der Oberseite kann eine Verunreinigung durch Kleber auftreteh. Diese verunreinigten Bereiche konnen aber 
beim fertigen Produkt ausgeschnitten und verworfen werden. 

[0017] Ein weiterer Vorteil der vorliegenden Erfindung ist der Kantenschutz der Dunnstsubstrate durch eine 
Verklebung am Rand wie oben beschrieben. So wird durch das Klebeband beispielsweise die direkte Einwir- 
kung einer Burste beim Reinigungsprozess auf die Substratkante verhindert. 

[0018] Die zusatzliche Verwendung des Klebers bzw. des Klebebandes gemaR der Erfindung als Randver- 
siegelung bringt einen enormen Qualitatsvorteil bei z.B. der Displayhersitellung, die sich in einer feineren Pixe- 
lierung und damit besseren Auflosung niederschlagt. 

[0019] In der Regel liegt das Dunnstsubstrat bei einer Verklebung ausschliefilich am Rand aufgrund adhasi- 
ver Krafte, die zwischen dem Dunnst- und dem Tragersubstrat ausgebildet werden plan auf dem Tragersubst- 
rat auf.. Es besteht dann ein direkter Kontakt zwischen der Oberflache des Dunnstsubstrates und des Trager- 
substrates. - 

[0020] Diese ad hasive Kraft kann durch adhasidnsverstarkende Medien, wle bespielsweise Flussigkeiten, 
insbesondere Wasser, Alkohole, organische Flussigkeiten, Ole, Wachs oder Polymere vergrofiert werden. 
[0021] Alternativ oder zusatzllch zu iadhasidnsverstarkenden Medien ist es auch moglich elektrostatische 
Krafte oder Krafte aufgrund eines Vakuums, das zwischen der Unterseite des Dunnstsubstrates und dem Tra- 
gersubstrat ausgebildet wird zu nutzen. 

.[0022] Eine Halterung, d.h; eine losbare Verbindung, des Dunnstsubstrates mit dem Tragersubstrat kann 
auch alleine durch diese elektrostatischen, adhasiven oder durch das Vakuum aufgebrachten Krafte erfolgen. 
Auch Kombi^ntionen, beispielsweise Halterung aufgrund adhasiver Krafte in Kbmbinatibn mit Vakuum oder 
Halterung aufgrund elektrostatischer Krafte in Kombination mit Vakuum und/oder adhasiver Krafte Und/oder 
Klebekraften ist moglich. 

[0023] Wenn der Kleber uber die notwendige Temperaturbestandigkeit verfugt, ist auch ein vollflachiger Auf- 
trag moglich. 

[0024] Hierbei ist insbesondere die Temperaturbestandigkeit gegenuber der JP2000252342 von Bedeutung.* 
Diese ermoglicht weitere Prozessschritte, insbesondere die iTO-BescNchtung. 

[0025] Bei der JP2000252342 wird von bereits ITO-beschichteten Substraten ausgegangen, da die Verbunde 
gemafi der JP2000252342 nur fur Niedrigtemperaturprozesse geeignet ist. Eine nachtragliche Beschichtung 
des aus dem Stand der Technik bekannten Verbundes mit einer ITO-rSchicht ist aufgrund der hohen Tempera- 
turen nicht moglich. Desweiteren besteht das in der JP2000252342 beschriebene Verbindungsmittel zwischen 
Tragersubstrat und Dunhglas explizit aus drei Schichten: Kleber r- Kunststofffolie - kleber. 
[0026] Je mehr Schichten aber verwendet werden, desto grofier ist der Verzug durch unterschiedliche Aus- 
dehnungskoeffizienten.bei hoheren Temperaturen- was gleichbedeutend mit einer geringen Temperaturstabi- 
litat des Verbundes ist. Des weiteren wird eine Kantenbeschichtung zum Schutz der Klebefolie in der 
JP2000252342 benotigt, weil die Klebefolie nur einen ungenugenden Chemikalienschutz aufweist. Des weite- 
ren ist die. Kraft zwischen Klebefolie und Glassubstrat bei dem aus der JP2000252342 bekannten Verbund nur 
gering. 

[0027] Durch die erfindungsgemalie vollflachigen 1-Schicht-Klebung konnen die Nachteile, insbesondere der 
thermischen Probleme der JP200b252342 uberwunden werden. 

[0028] Der Kleber kann noch durch z.B. Fullstoffe oder Zuschlagstoffe modifiziert werden. Wenn z.B. Cu-lo- 
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nen dem Kleber hinzugefugt werden, kommt es bei einer thermischen Behandlung des Substrates ab einer 
bestimmten Temperatur zu einer erhohten Belastung, der Kleber wird sprode und der Verbund kann getrennt 
werden. Es kann durch Zusatz von z.B. gut leitfahigen Metallen wie Silber eininduktives Aufheizen des Klebers 
gefordert werden, so dass es zur gewollten Zerstorung des Klebers komrnt, das Substrat aber nicht angegriffen 
wird. Die Prozesisstabilitat des Verbundes wahrehd der He.rstellung wird die ganze Zeit gewahrleistet. 
[0029] Bevorzugt werden zum Verkleben der Randflachen .ein- oder zweiseitige Klebebander eingesetzt. 
[0030] Die Klebebander konnen auch eine minimierte Haftwirkung besitzen, wobei die Haftwirkung ausrei- 
chen muss, urn die Substrate wahrende der Prozesse lagestabil zu halten. 

[0031] Das Losen des Klebebandes kann dadurch erleichtert werden, dass Teile des Verbundes, die mit dem 
Klebeband in Bertihrung kommen, zuvor hydrophobisiert, beispielsweise silikonisiert werden. Dadurch wird die 
Klebkraft zuvor etwas herabgesetzt - sie reicht aber zum Halten der Substrate aus - und das Abldsen,des Kle- 
bers / Klebebandes wird deutlich vereinfacht. 

[0032] Um eventuelle Restluft zwischen Dunnstsubstrat und Tragersubstrat im Vakuum entweichen zu las- 
sen, kann das Klebeband an der Stelle des Oberganges von Dunnstsubstrat zu Tragersubstrat mit kleinen L5r 
chern perforiert werden, so dass bei einem moglichen Uberdruck Luft entweichen kann. Die Locher sind aber 
so klein auszubilden, dass Losungsmittel etc. nicht zwischen Dunnstsubstrat und Tragersubstrat gelangen 
kann. - 
[0033] So kann wahrend des Ablosens das Substrat mit Vakuum, elektrostatisch dder, adhasiv gehalten wer- 
den. Auch Kombinationen sind moglich. 

[0034] Das Abziehen selber kann beispielsweise. mit einem Rollensystem erfolgen, wobei das abgezogene 
Band uber mindestens eine Rolle lauft. Die Rolle nimmt das Band auf und himmt so Krafte vom Dunstsubstrat 
bspw. dem Dtinnstglas. Um ein Abziehen zu erreichen, muss der Druck der Rolle auf das Substrat aber groBer 
sein als die Ziehkraft des Bandes. 
[0035] Als Dunnstsubstrate kommen in Frage: 

- punnst- und Dunnglaser mit einer Dicke < 0,3 mm 

- Polymer-Dunnglas-Verbunde mit einer Dicke < 0,3 mm 

- Kunststofffolien mit einer Dicke < 0,3 mm 

- Kunststofffolien-Dunnglas- Verbund mit einer Dicke< 0,3 mm 
Keramiken mit einer Dicke < 0,3 mm 

. - Metallfolien mit einer Dicke< 0,3 mm 

- mineralische Oxide und Oxidgemische mit einer Dicke< 0,3 mm 
Mineralien und Gesteine mit einer Dicke< 0,3 mm 

- Verbundwerkstoffe aus mehreren der zuvor genannten Dunnstsubstraten mit einer Dicke < 0,3 mm. 

[0036] Betreffend die Polymer-Diinnstglas-Verbunde, wobei die Polymerschicht unmittelbar auf einer Glasfo- 
lie aufgebracht sind, wird auf die WO00/41978 verwiesen, betreffend Polymer-Dunnstglas-Verbunde, die als 
Laminate aus einem Glassubstrat und mindestens einem Trager ausgebildet sind, wird auf die WO 99/21707 
und die WO 99/21708 verwiesen. 

[0037] Auf einem Tragersubstrat konnen ein oder mehrere „Dunnstsubstrate M aufgebracht sein. 
[0038] Als Tragersubstrate kommen in Frage: 
- - Glas • . . 

- Glaskeramik 

- Keramik, bspw. oxidische, silicatische, Sonderkeramiken.. 
-Metall 

- Kunststoff. 

- Gestein 

[0039] Die Keramiken konnen beispielsweise Klimafolien oder Schichtsilikate sein, die Kunststoffe beispiels- 
weise Polymerfolien.. 

[0040] Die Tragersubstrate konnen eine ebene Oberflache, eine strukturierte Oberflache, eine porose Ober- 
flache oder eine gelochte Oberflache mit einem oder mehreren Lochern aufweisen. . 
[0041] Als Tragersubstrat sind auch Kombinationen der zuvor genannten Tragersubstrate moglich. 
[0042] Die Dicke des Tragersubstrates betragt 0,3 mm - 5,0 mm. Als Verbindungsmittel kommen 

- Kleber, z.B. Silicone, Epoxidei, Polyimide, Acrylate, 

- UV-hartbare, thermisch hartbare oder lufthartende Kleber 
.- Kleber mit Fullstoffen; 

- Kleber mit Zuschlagstoffen 

- Klebebander, z.B. einseitig klebendes, beidseitig klebendes, z.B. aus Kapton mit Silikonkieber bestehen- 
des Klebeband . , 

. - Klebeband als. Kleberahmen . 
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- Polymere ■ 

-Kitte ... 

in Frage. . N 

[0043] Wie oben erwahnt ist. eine Verbindung von Dunnstsubstratund Tragersubstrat mit Hilfe eines Verbin- 
dungsmittels durch flachiges Verkleben lediglich im Bereich der Randzonen des Dunnstsubstrates bevorzugt. 
Des weiteren kann man auch eine Randversiegelung der Dunnstsubstrate vdrnehmen. Auch eine vollflachige 
Verklebung .mit und phne Kante ist moglich. 

[0044] Die Klebeflache kann vorbehandeft sein, beispielsweise durch Silikonisierung, Hydrophobierung oder 
Easy-to clean-Effect. 

[0045] Der erfindungsgenriafte Verbund zeichnet sich durch nachfolgende Eigenschaften aiis: 

- eine. Temperaturbestandigkeit bis 400° C, insbesondere bis 250° G bzw. 230° C sowie . 

- eine Temperaturbestandigkeit bis - 75° 'C; insbesondere bis - 40° C. 

[0046] Des weiteren ist der Verbund reinigungsprozessbestandig, beispielsweise bei Reinigung mit Burste, 
Ultraschall, Spriihen und Kombinationen hiervon. 

[0047] Der Verbund ist auch Beschichtungsprozesschemikalienbestandig, beispielsweise in Flussigbeschich- 
tungsprpzessen z.B. bestandig gegen Photolacke und des weiteren bestandig im Ultrahochvakuum, Hochva- 
kuum, Vakuum, oder in Sputter-, CVD-, PVD-, Plasma- und thermischen Aufdampfprozessen. Der Verbund 
gast wahrend der Prozessierung nicht bzw. sehr gering aus, so dass beispielsweise Vakuum-Prozesse nicht 
beeintrachtigt werden. 

[0048] Des weiteren ist der Verbund trarisportprozessbestandig sowohl waagerecht wie senkrecht. Er ist auch 
rotationsbestandig, chemikalienbestandig, bestandig gegen Trockenatzprozesse bei kurzzeitigem Angriff und 
lajgeningsbestandig. 

[0049} Der Verbund ist verejnzelbar, schneidbar, lichtbestandig (UV, VIS, IR), Ozonbestandig und beschicht- 

bar sowie strukturierbar. . 

[0050] Das Losep des Verbundes kann durch 

- mechanisches Entfemen 
Chemikalien 

- Ultraschall . ; . 

-Druckluft - , 

- Strahlung (Warme, Licht) 

- Schneiden, Schleifen, Sagen . 

- Ansaugen yon der Frdntseite (Glassubstratseite) 
-rAbbrennen • 

- thermische Behandluhg 
' .-7 induktives Erhitzen 

erfolgen. 

[0051] Dunnstsubstrat und Tragersubstrat konnen aus dem gleichen Material bestehen, was Spannungen 
durch thermische Ausdehnungsunterschiede der Materialieh verhindert. 
[0052] Bevorzugte Anwendungsgebiete sind 

- die Displayindustrie 

- die Optoleiektronik und optbelektronische Bauteile 
die Polymerelektronik 

- die Photovoltaik 
-dieSensorik 

- die Biotechnologie 

- medizinische Anwendungen. 

[0053] Nachfolgend soil die Erfindung anhand der Figuren und der Ausfuhrungsbeispiele beispielhaft be- 
schrieben werden. 

[0054] Eszeigen ' 

[0055] Fig. i eineh Verbund, bestehisnd aus einem Tragersubstrat und mehreren darauf angeordneten 
Dunnstsubstraten; . 

[0056] Fig. 2 das erfindungsgemafie Abziehen des Verbindungsmaterials, beispielsweise des Klebers mit Hil- 
fe von.Rollen. 

[0057] Fig. 3a 3b Halter zum zweiseitigen Halten von Dunnstsubstraten 

[00.58] In Fig. 1 ist ein Tragersubstrat 1 gezeigt, auf dem mehrere Dunnstsubstrate 2.1 , 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 
2.6 angeordnet sind. Die Dunnstsubstrate konnen mit Hilfe eines Verbindungsmittels, beispielsweise eines Kle- 
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bebandes, lediglich am Rand temporarfixiert sein. Dies ist beispielsweise fur das Diihnstsubstrat 2.1 der Fall. 
Die Klebestreifen am Rand des Dunnstsubstrates sind mit 4.1, 4.2, 4.3 und 4.4 bezeichnet. Bevorzugt werden 
einseitige Klebestreifen zum Befestigen des Dunnstsubstrates; iauf dem Tragersubstrat verwendet, die uber 
. den Rand des Dunnstsubstrates uberstehen, so dass die Oberseite 2.1.1 des Dunnstsubstrates 2.1 mit der 
Oberseite 1.1.1 des. Tragersubstrates 1 verbunden wird. Da die Oberseite 2.1.1 des Tragersubstrates und die 
nicht dargestellte Unterseite des Dunnstsubstrates direkt aneinander anliegen, befindet sich kein Verbihduhgs- 
mittel, beispielsweise kein Kleber zwischen den beiden Substraten, insbesondere nicht auf dem Dunnstsubst- 
rat. Eine Reinigung nach L6sen des Verbundes kann daher entfallen. Ein weiterer Vorteil einer derartigen Fi- 
xierung liegt darin, dass der Rand des Dunnstsubstrates durch das Kiebeband vor Beschadigungen geschutzt 
wird. 

[0059] Eine Randfixierung kann aber auch durch Einbringen einer Klebeschicht zwischen die Unterseite des 
Dunnstsubstrates und die Oberseite des Tragersubstrates erreicht werden. In einem solchen Fall wurden beim 
Ldsen des Verbundes an der Unterseite des Dunnstsubstrates Kleberreste verbleibeh. Vorteilhafterweise wer-. 
den Bereiche der Dunnstsubstrate, die nicht verklebt sind bei einer derartigen Ausfuhrungsform ausgeschnit- 
• ten. 

[0060] Auch eine nur teilweise Randfixierung beispielsweise an zwei gegenuberltegenden. Seite wie beim 
Dunnstsubstrat 2.5 und 2.6 gezeigt ist moglich, ohne das von der Erfindung abgewichen wird. 
[0061] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung werden zwei Dunnstsubstrate, die bevorzugt Dunnst- 
glSser sind, miteinander auf dem Tragersubstrat verklebt. Es handelt sich hierbei urn die Substrate 2.2 und 2.3 
in Fig. 2. Selbstyerstandlich konnen auch mehr als 2 Substrate miteinander verklebt auf dem Tragersubstrat 
ahgebracht werden, ohne das von der Erfindung abgewichen wird. 

[0062] Urn zu verhindem, dass, wenn man lediglich die Randzone verklebt, Verwolbungen, Grundwelligkeiten 
oder Temperaturwelligkeiten auftreten, kann man ein zusatzliches Halten des Dunnstsubstrates auf dem Tra- 
gersubstrat'mit Hilfe adhasiver und/oder elektrostatischer Krafte vorsehen und/oder ein Vakuum anlegen. 
[0063] Alternativ hierzu kann eine vollflachige Fixierung erfolgen, indem uber die gesamte Fl^che des 
Dunnstsubstrates ein Verbindungsmitel aufgebracht wird. : .;• 

[0064] Hier werden insbesondere Verbindungsmittel bevorzugt, die wenn zwischen Dunnstsubstrat und Tra- 
gersubstrat eingebracht, die Oberflacheneigenschaften des Dunnstsubstrates nicht beeinflussen, Ein yollfadig 
verklebtes Dunnstsubstrat ist mit 2.4 bezeichnet. 

[0065] In Fig. 2 ist das Abziehen eines Verbindungsmittels, hier eines Klebebandes 10 vom Tragersubstrat 1 
gezeigt. Das Kiebeband 10 wird von Rdllen 12.1, 12;2 aufgenommen. Die Rollen 12.1 und 12.2 uben auf das 
Kiebeband 10 ine Zugkraft aus, Aufgrund dieser Zugkraft wir das Kiebeband in der eingezeichneten Richtung 
14 abgezogen. Die Rollen bewegen sich zum Abziehen in die eingezeichnete Richtung 16, Durch das Abzie- 
hen des Klebebandes 1st es moglich, das Dunnstsubstrat vom Tragersubstrat zu trennen B(5vorzugt ragt auch 
ein Uberstand' in Richtung des Klebebandes uber das Dunnstsubstrat hinaus. Dieser ist in Fig. 1 mit 6 bezek 
chent. Dieser Oberstapd des Klebebandes kann zwischen die Rollen 12.1 und 12.2 ejngefadelt werden. 
[0066] Des weiteren ist es moglich, das Kiebeband mechanisch abzuziehen, beispielsweise per Hand oder 
per Greifarm. Beim Abziehen des Klebebandes wird das Dunnstsubstrat bevorzugt gehalten, beispielsweise 
durch ein Vakuum, das zwischen der Unterseite des Dunnstsubstrates und dem Tragersubstrat angelegt wird, 
durch elektrostatische oder adhasive Krafte. Ein derartiges Halten verhindert eine Beschadigung des Diinnst- 
substrates durch mechanischeZugbeanspruchungen. 

[0067} Ist der Kleber an den Randern oder vollflachig zwischen der Unterseite des Dunnstsubstrates und dem 
Tragersubstrat eingebracht, so geschieht das Losen des Verbundes beispielsweise durch Erwarmen. 
[0068] In den Fig. 3a und 3b ist ein Halter gezeigt, der auf Vorder- und RQckseite je ein Dunnstsubstrat 102 
halt. In den Halter konnen Zu- bzw. Abfuhrung fur z.B.Vakuum, Pressluft vorgesehen sein. Die Aufhangung des 
Halters ist mit 103 bezeichnet. Halter wie in Fig. 3a gezeigt, sind insbesondere fur Dunnstsubstrate geeignet, 
die zum Aufbringen einer Beschichtung beim Prozessieren bspw. durch Tauchen, S'pruhen etc.. beschichtet 
werden. Im Extremfall ware es moglich auf den Halter 100 ganzlich zu verzichten und zwei Dunnstsubstrate 
direkt aufeinander anzubringen. 

[0069] In Fig. 3b ist detailliert eine Ausfuhrungsform eines Halters mit Vakuumsystem gezeigt. Der Halter ist 
mit 100 bezeichnet, die Dunnstsubstrate mit |02, die Zu-bzw. Abfuhrung fur Vakuum, Pressluft und Aufhan- 
gung des Halters mit 103. Das Vakuumsystem ist mit 104 bezeichnet, die Vakuumzufuhrung im Inneren des 
Halters mit 105. 106 bezeichnet die Flache, auf der das Dunnstsubstrat aufliegt. 

[0070] Die Kontaktflachen des Verbunds, d.h. die Oberseite des Substrattragers und die Unterseite des 
Dunnstsubstrates zeichneh sich durch eine grofle Reinheit aus, urn zu verhindern, dass je nach Art der Ver- 
bundsausfuhrung Partikel im Zwischenbereich die Anforderungen an die Oberfacheneigenschaften des 
Dunnstsubstrats, z.B. die Welligkeiten, Dickenuniformitat des Verbunds negativ beeinflussen. Des weiteren 
kann so eine Schadigung durch Kratzer, Bruche vermieden werden. 

[0071] Das erfindungsgemafle Tragersubstrat weist bevorzugt Oberflacheneigenschaften wie Warp, Wavi- 
n ess, etc. auf, die die Prozessanforderungen der Weiterverarbeitung erfullen. Die Formstabilitat des Trager- 
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substrates sollte bevorzugt auch bei Terriperaturanderungen gewahrleistet sein. 

[0072] Die erfindungsgemafien Tragersubstrate s.ind so konstruiert, dass; wenn ein unterstutzendes Vakuum 
eingesetzt wird, dieses auch uber langere Zeiten, d.h. bei (Transport, Prozessierung etc.) aufrecht.gehalten 
wircj, bzw. leicht zuganglich unterhalten oderaufgefrischt Wird. 

[0073] Der erfiridungsgemafie Verbund ist so ausgelegt, dass zwischen Dunnstsubstrat und Tragersubstrat 
keine Luft eingeschlossen. wird. da diese in nachfolgenden Vakuurnprozessen zu Problemen fuhren konnte. 
Dies wird dadurch erreicht, dass das Dunnstsubstrat guf die Trageroberflache aufgedruckt wird. Es kann auch 
eine.elastische isolierende Beschichtung des Tragers, der Unebenheiten (Luftspalte) zwischep. Trager und 
Substrat ausgleichen kann, vofgesehen sein. 

[0074] Eine weitere Moglichkeit ist die Beladung des Tragerssubstrates unter Vakuum dder eine Vakuumvor- 

richtung im Tragersubstrat urn die eingeschlossene Luft zu entfernen. 

[0075] Vorteilhafterweise kann der Verbund durch Vakuum unterstutzt werden. 

[0076] Nachfoigend soil die Erfindung anhand von Ausfuhrungsbeispielen beschrielDen werden: 

1. D 263 mit.Klebeband c -Folie 

[0077] Auf ein gereinigtes Tragersubstrat aus Soda-Lime-Glas (Standardglas, Dicke 0,5 mm; GroBe 340 x400 
mm 2 ) werden 4 Dunnstglasscheiben (Glastyp D 263T von Schott Displayglas GmbH; Dicke 0,1 mm; Grofce 
6"x6") gelegt und an alien 4 Randern der Dunnglasscheibe mit Klebeband „£ -Folie" der Firma Mawi-Therm 
Temperatur-Prozefitechnik GmbH vollstandig verklebt, so dass keine Flussigkeiten von aufien zwischen die 
Dunnstglasscheibe und das Tragersubstrat gefangen kann. Dabei bedeckt das; Klebeband nur 2-3 mm am 
Rand die Oberflache der Dunnstglasscheiben. Es wurden mehrere Verbund dieser Art hergestellt. 
[0078] Dieser Dunnstglas-Tragersubstratverbund wurde in einer Ultraschallreinigungsahlage (5-Becken; US 
45 kHz) von Branson gereinigt und in einer Sputteranlage mit ITO beschichtet. Die Substrattemperatur bei die- 
sem Sputterpirozess betrug 300° C. 

[0079] Anschliefiend wurden die Substrate auf Chemikalienbestandigkeit gepruft, die in einem Standard-Dis- 
playprozess verwendet werden. 

[0080] Die Substrate wurden gegen fo|gende Chemikalien getestet; - 

80°C, 1 h 

r.t 60 min r.t - Raumtemperatur 
r.t 60 min 

r.t 15 min • 

..... - • • * * 
r.t 15 min 

r.t 30 min 

r.t. 60 min 

r.t. 30 min 

60°C, 5 min 

r.t 60 min 

[0081] AnschlielJend wurde das Substrat bei Kalte -50° G getestet Zum Schluss wurde das Klebeband durch 
mechanische Behandlung (Abziehen) ruckstandsfrei entfernt. Das Dunnstglassubstrat wurde nicht visuell be- 
schadigt (Kein Bruch, keine Verletzung, keine Verschmiitzung der Qualitatsflache). 

[0082] Ein weiterer Verbund wurde durch thermische Behandlung bei 460°C / 10 min gelost. Dabei lagen die 
Substrate waagerecht, da das Klebeband sich bei dieser Temperatur vollstandig abloste. Das DCinnstglas wur- 
de durch einen Vakuumsauger vom Tragersubstrat abgehoben. . 

[0083] Durch Anritzen des Dunnstglases mit einem Diamanten neben der ehemaligen Klebespur und vorsich- 
tigem Abbrechen der ehemaligen Klebekante konnten geringfugige Ruckstande vom Klebeband entfernt wer- 
den. 

2. D 263 mit Klebebarid tesa 

[0084] Auf ein gereinigtes Tragersubstrat aus der Glaskeramik Robax (Fa. Schott, Dicke 4 mm; Grofle 340 
x400 mm 2 ) werden 6 polymerbeschichtete Dunnstglasscheiben (Glastyp D 263T von Schott Displayglas 
GmbH; Dicke 0,05 mm; Gr6fce.4"x4"; Polymerbeschichtung auf Siliconharzbasis Fa. Wacker-Chemie GmbH; 



Wasser 

Isopropanol 

Ethanol 

NMP 

Aceton 

KOH (pH 14) 

Na4P 2 O7*10H2O 

HCI 37 % 

HBr 40 % 

Deconex 
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Schichtdicke 5 pm) gelegt uhd an alien 4 Randern der Dunnstglasscheibe mit Klebeband n tesa 51408 -hoch- 
temperaturbestandiges Abdeckband" der Firma tesa-AG vollstandig verklebt, so dass keine Fiussigkeiten von 
auften zwischen die Dunnstglasscheibe und das Tragersubstrat gelangen kann. Dabei bedeckt das Klebeband 
nur 2-3 mm am Rand die OberflSche der Dunnstglasscheiben. 

[0085] Dieser bdnnstglas-Tragersubstratverbund wurde in einer Bursten-Ultraschallreinigungsanlage von 
IMAI (Standardreinigungsaniage in der Displayindustrie) gereinigt und anschliefiend in einer Sputteranlage mit 
ITO beschichtet. Die Substrattemperatur bei diesem Sputterprozess betrug 250° C. Anschliefcend wurden die 
Substrate auf Chemikalienbestandigkeit gepruft, die in einem Standard-Displayprozess verwendet werden. 
[0086] Die Substrate wurden gegen folgende Chemikalien.getestet: 

80° C, 1 h 

r.t 60 min r.fc - Raumtemperatur 

r.t 60 min 

r.t. 15 min 

r.t. 1 5 min 

r.t 30 min 

r.t. 60 min 



r.t. 30 min 

HBr 40 % , ; 60°C, 5 min 

Deconex r.t 60 min 

[0087] Zum Schluss wurde das Klebeband durch mechanische Behandlung (Abzieh'enj entfernt. Das Dunnst- 
glassubstrat. wurde nicht besehSdigt (Kein Bruch, keine Verletzung, keine Verschmutzung der Qualitatsfl^che): 

3^ AF 45 mit Klebeband tesafix 

[0088] Auf ein gereinigtes Tragersubstrat aus Metall (Edelstahl) (Dicke 2,5 mm; Grdfte 340 x400 mm 2 ) wer- ; 
den 4 Dunnstgtasscheiben (Glastyp D AF45 von Schott Displaygias GmbH; Dicke 0,2 mm; Gr5Be 6"x6") gelegt 
und an alien 4 Randern der DQnnglasscheibe mit Klebeband .Tesafix 4965" temperaturbestandiges dbppelsei- 
tiges Klebeband" der Firma tesa AG vollstandig verklebt, so dass keine Flussigkeiten von aufien zwischen die 
Dunnstglasscheibe und das Tragersubstrat gelangen kann. Dabei bedeckt das Klebeband nur 2-3 mm am 
Rand die Oberflache der Dunhstglasscheiben. Der Randbereich (3 mm) der Dunnstglasscheiben wurde vorher 
mit einer 2 % Silikon E4-L6sung der Firma Wacker bestrichen und 10 min bei 320°C „eingebrannt" , so dass 
die Klebwirkung des Bandes in dem Bereich.herabgesetzt wurde. Die Klebkraft des Bandes reichte aber aus, 
urn die Dunnstglasscheiben in der Position zu halten. 

[0089] Dieser Dunnstglas-Tragersubstratverbund wurde in einer Spruhreinigurigsanlage von Miele gereinigt 
und in.einer Sputteranlage mit ITO beschichtet. Die Substrattemperatur bei diesem Sputterprozess betrug 200° 

C. . 

[0090] Anschlieftend wurden die Substrate auf Chemikalienbestandigkeit gepruft, die in einem Standard-Dis- 
playprozess verwendet werden. 

[0091] Die Substrate wurden gegen folgende Chemikalien getestet: 



Wasser % 
lsbpropanol 
Ethanol 
NMP 
Acetoh 
KOH (pH 14) 
NaiP 2 O 7 *i0 H z O 

HCI 37% 
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80°C, 1 h r 

r.t. 10 min r.t . — Raumtemperatur 
r.t 10 min ' 
r.t 5 min 
r.t 5 min 
r.t 30 min 
r.t 60 min 
r.t 30 min 
60°C, 5 min 
r.t. 60 min 

Zum Schluss wurde das Klebeband durch mechanische Behandlung (Abziehen} entfernt. Die Qualitatsflache 
des Dunnstglassubstrates wurde nicht verschmutzt. 

4. D 263 mit Klebeband 3M VHB 9473 

[0092] Auf ein gereinigtes Tragersubstrat aus Teflon (Dicke 5 mm; Grofce 340 x400 mm 2 ) werden 4 Laminate, 
bestehend aus Dunnstglasscheiben mit PES-Folie (Glastyp D 263T von Schott Displayglas GmbH; Glasdicke 
0,1 mm; Grofie 6"x6", PES (Polyethersulfon)-Folre der Fa. Westlake, Dicke 2 mil), igelegt und an alien 4 Ran- 
dern der Dunnglasscheibe mit Klebeband „3M VHB " der Firma 3M vollstandig verklebt, so dass keine Flussig- 
keiten von aufien zwischen die Dunnstglasscheibe und das Tragersubstrat gelangen kann. Dabei bedeckt das 
Klebeband nur 2-3 mm am Rand die Oberflache der Dunnstglasscheiben. 

[0093] Dieser Durinstglas-Tragersubstratverbund wurde in einer Spruhreinigungsanlage von Miele gereinigt 
und anschlieftend bei einer Temperatur von 150° C 3 h in einem Umluftofen gelagert. 

[0094] Anschliefcend wurden die Substrate auf Chemikaliehbestandigkeit gepruft, die in einem Standard-Dis- 
playprpzess verwendet werden. 

[0095] Die Substrate wurden gegen fblgende Chemikalieh getestet: 

80° C, 1 h 
r.t 30 min 
r.t. 60 min 
r.t 30 min 
60°C, 5 min : 
r.t 60 min 

[0096] Zum Schluss wurde das Klebeband durch chemische Behandlung in Aceton und NMP und mechani- 
schem Abziehen entfernt. : 

5. D 263 mit Siliconkleber 

[0097] Auf ein gereinigtes Tragersubstrat aus Soda-Lime-Glas (Floatglas, Dicke 0,4 mm; GroBe 340 x 400 
mm 2 ) werden 4 Dunnstglasscheiben mit aufgeschmolzener COC-Folie (Glastyp D 263T von Schott Displayglas 
GmbH; Dicke 0,1 mm; Grdfce 6"x6", COC-Folie von JSR) gelegt und an alien 4 Randern der Dunnglasscheibe 
mit Siliconkleber n Elastosil" der Firma Wacker-Chemie GmbH vollstandig verklebt, so dass keihe Flussigkeiten 
von aulien zwischen die Dunnstglasscheibe und das Tragersubstrat gelangen kann. Dabei bedeckt der Kleber 
nur 2-3 mm am Rand die Oberflache der Dunnstglasscheiben. Dieser Verbund wurde 30 min bei 230°C in ei- 
nem Umluftofen ausgehartet. 

[0098] Dieser Dunnstglas-Tragersubstratverbund wurde in einer Ultraschallreinigungsanlage (5-Becken; US 
45 kHz) von Branson gereinigt und in einer Sputteranlage mit ITO beschichtet. Die Substrattemperatur bei die- 
sem Sputterprozess betrug 180° C. 

[0099] Anschlieliend wurden die Substrate auf Chemikalienbestandigkeit gepruft, die in einem Standard-Dis- 
playprozess verwendet werden. 

[0100] Die Substrate wurden gegen folgende Chemikalien gete?tet: 



Wasser 

Isopropanol 

Ethanol 

NMP 

Aceton 

KOH (pH 14) 

Na4P 2 O7*10H 2 d 

HCI 37% 

HBr 40 % 

Deconex 



Wasser 
KOH (pH 14) 
Na 4 P 2 O/10H 2 O 
HCI 37% 
HBr 40 % 
Deconex 
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Wasser 


80 8 


C, 1 h 


Isopropanol 


r.t. 


60 rnin 


Ethanol 


r.t. 


60 min 


NMP 


r.t. 


15 min 


Aceton 


r.t. 


15 min 


KOH (pH 14) 


r.t. 


30 min 


Na 4 P 2 O7*1,0 H 2 0 


r.t. 


60 min 


HCI 37 % 


r.t, 


30 min 


HBr40% 


60° C, 5 min 


Deconex 


r.t. 


60 min 



r.t. - Raumtemperatur 



[0101] Zum Schluss wurde der Verbund in eine Mischung von chlorierten Losungsmitteln 60 min getaucht. 
Der Kleber hatte sich soweit angelost, dass er sowohl mit einer Druckluftpistole vorsichtig weggeblasen als 
auch mit einer Pinzette entfernt werden konnte. 

6. D 263 mit Kleber Loctite 

[0102] Auf ein gereinigtes Tragersubstrat aus Ceran (Dicke 3,5 mm; GroGe 340 x400 mm 2 ) wurde eine poly- 
merbeschichtete Dunnstglasscheiben (Glastyp D 263T von Schott Displayglas GmbH; Dicke 0,1 mm; Grofce 
6"x6"; Pplymerbeschichtung aus Polyacrylat; Dicke 5 pm) gelegt und an alien 4 Randem der Dunnglasscheibe 
mit Kleber Loctite Cold Bloc II der Firma Loctite GmbH vollstandig verklebt, so dass keine FJussigkeiten von 
aufien zwischen die Dunnstgiasscheibe und das Tragersubstrat gelangen kann. Dabei bedeckte der Kleber hur 
2-3 mm am Rand die Oberflache der Dunnstglasscheiben. Der Verbund wurde mit UV-Lampe (Weilenlangeri- 
bereich 240-365 nm) 2 min ausgehartet. 

[0103] DerVerbund wurde bei 230° C/1 h im Vakuumofen getestet 

[0104] Der Verbund wurde durch Wasser mit einer Temperatur von 60-80° C wieder gelost. 

7. D 263 mit Vitralit : 

[0105] Auf ein gereinigtes Tragersubstrat aus Soda-Lime-Glas (Floatglas, Dicke 0,4 mm; Grolje 340 x400 
mm 2 ) werden 4 Dunnstglasscheiben (Glastyp D 263T von Schott Displayglas GmbH; Dicke 0,1 mm; Gr6Be 
6"x6") gelegt und vollflachig verklebt (auch die Kanten der Dunnstglasscheiben wurden vernetzt) (Kleber Vit- 
ralit; Fa. Panacol-Elosol GmbH ), so dass keine Flussigkeiten von aufien zwischen die Dunnstgiasscheibe und 
das Tragersubstrat gelangen kann. Dieser Verbund wurde 2 min mit UV-Licht der Wellenlangen 240-365 nm 
ausgehartet. 

[0106] Dieser Dunnstglas-Tragersiibstratverbund wurde in einer Ultraschallreinigungsaniage (5-Beckeh; US 
45 kHz) von Branson gereinigt und in einer Sputteraniage mit ITO beschichtet. Die Substrattemperatur bei die- 
sem Sputferprozess betrug 230° C. 

[0107] AnschlieGend wurden.die Substrate auf Chemikalienbestandigkeit gepruft, die in einem Standard-Dis- 
playprozess verwendet werden. 

[0108] Der Verbund wurde durch eine Temperaturbehandlung bei 440° C gelost, das Substrat dabei elektro- 
statisch in Position gehalten. 

8. D 263 mit Siliconkleber + Zuschlagstoff 

[0109] Auf ein gereinigtes Tragersubstrat aus Ceran (Fa. Schott Glas; Dicke 3,5 mm; Grofce 340 x400 mm 2 ) 
wurde eine Dunnstglasscheiben (Glastyp D 263T von Schott Displayglas GmbH; Dicke 0,1 rhm; Grofce 6?'x6") 
gelegt und an alien 4 Randern der Dunnglasscheibe mit Kleber Dehesive.der Firma Wacker-Chemie GmbH 
vollstandig versiegelt, so dass keine Flussigkeiten von aufien zwischen die Dunnstgiasscheibe und das Tra- 
gersubstrat gelangen kann. Dabei bedeckte der Kleber maximal .1 mm vom Rand die Oberflache der Dunnst- 
glasscheiben. Der Kleber war zuvor mit 10 mol% Ag-lonen angereichert worden.. 

[0110] DerVerbund wurde bei 230° C / 1 h im Vakuumofen ausgehartet. AnschlieGend wurdqn die Substrate 
auf Chemikalienbestandigkeit gepruft, die in einem Standard-Displayprozess verwendet werden. 
[0111] Die Substrate wurden gegen folgende Chemikalien getestet: 
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Isoprbpanol 
Ethanol 
NMP 
Aceton 
KOH (pH 14) 
NsuPjCVIO H 2 0 
HCI 37% 
HBr 40 % 
Deconex 

[0112] Der Verbund wurde durch induktives Aufheizen auf bei 450° C wiedergelost 

9, D 263 mit Dymax 

[0113] Auf ein gerejnigtes Tragersubstrat aus Ceran (Fa. Schott Glas; Dicke 3,5 mm; Grolie 340x400 mm 2 ) 
.wurde eine Dunnstglasscheiben (Glastyp D 263T von Schott Displayglas GmbH; Dicke 0,03 mm; Grofte 2"x2") 
gelegt und ah alien 4 Randern der Qunnglasscheibe mit dem KlebeV Dymax 1136 der Fa. Dymax vollstandig 
versiegeit, so d$ss keine Flussigkeiteh von aufcen zwischen die Dunnstglasscheibe und das Tragersubstrat ge- 
langen kann. Dabei bedeckte der Kleber maximal i mm vom Rand die Oberflache der Dunnstglasscheiben. 
[0114] Def Verbund wurde mit ejner UV-Lampe der Wellenlangen 240 - 360 nm 20 sec. ausgehartet. An- 
schlie(iend wurden die Substrate bei 230°C/1h getestet, wobei eine Verfarbung auftrat, und wurden weiterhin 
auf Chemikalienbestandigkeit gepruft, die in einem Standard-Displayprozess verwendet werden. 
[0115] Der Verbund wurde bei 440°C / 1,5 h wieder gelost r wobei die Substrate waagerecht gelagert wurden. 

10. D263 mit Kitt . 

[0116] Auf ein gereinigtes Tragersubstrat aus Ceran (Fa. Schott Glas; Dicke 3,5 mrn; Grolie 340 x400 mm 2 ) 
wurde eine Dunnstglasscheiben (Glastyp D 263T von Schott Displayglas GmbH; Dicke 0,03 mm; Grolie 2"x2 M ) 
gelegt und an alien 4 Randern der DDnnglasscheibe mit dem Kitt Epotek 314, Fa. Polytec vollstandig versie- 
geit, so dass keine Flussigkeiten von auBen zwischen die Dunnstglasscheibe und das Tragersubstrat gelangen 
kann. Dabei bedeckte der Kit maximal 1 mm vom Rand die Oberflache der Dunnstglasscheiben. 
[0117] Der Verbund wurde bei 180°C / 1 h im Vakuumofen ausgehartet. Anschliedend wurden die Substrate 
auf Chemikalienbestandigkeit gepruft, die in einem Standard-Displayprozess verwendet werden. 
[0118] Der Verbund wurde mechanisch mit thermischer Unterstutzung von 450°C gelost. 

Schutzanspruche 

1. Verbund, umfassend 

2. ein Dunnstsubstrat mit einer Dicke < 0,3 mm und einer Oberseite sowie einer Unterseite; ... 

3. einem Tragersubstrat mit einer Oberseite und einer Unterseite und einer Dicke im Bereich 0,3 - 5,0 mm; , 

4. wobei das Dunnstsubstrat mit dem Tragersubstrat durch ein Verbindungsmaterial, das die Oberseite des 
Dunnstsubstrates und die Oberseite des Tragersubstrates verbindet; losbar verbundeh ist, 

5. dadurch gekennzeichnet, dass das Verbindungsmaterial im Bereich von 75° C bis + 400° C tempe- 
. raturbestandig ist. 

6. Verbund gemafi Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das Dunnstsubstrat des weiteren mit dem 
Tragersubstrat durch ein Verbindungsmaterial, das die Unterseite des Dunnstsubstrates und die Oberseite des 
Tragersubstrates verbindet, losbar verbunden ist. 

7. Verbund, umfassend 



r.t 


60 min 


r.t. 


60 mjn 


r.t. 


15 min 


r.t. 


15 min 


r.t. 


30 min 


r.t. 


60 min 


r.t. 


30 min 


60°C, 5 min 


r.t. 


60 min 



r.t. - Raumtemperajtur 
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8. ein Dunnstsubstrat mit einer Dicke < 0,3 mm und einer Oberseite sowie einer Unterseite; 

9: einem Tragersubstrat mit einer Oberseite und einer Unterseite und einer Dicke im Berejch 0,3 - 5,0 mm; 

10. wobei das Dunnstsubstrat mit dem Tragersubstrat durch eiri Verbindungsmaterial, dais die Unterseite 
des Dunnstsubstrates und die Oberseite des Tragersubstrates verbindet, losbar verbunden ist, 

: 11 . dadurch gekennzeichnet, dass das Verbindungsmaterial im Bereich von - 75° C bis + 400° C tempera- 
turbestandig ist. 

12. Verbund gemass einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbund im Bereich 

- 40° C bis 250° C temperaturbestandig ist. 

. -• 

: 13. Verbund gemass einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Dunnstsubstrat ei- 
nes der nachfolgenden Dunnstsubstrate ist: . 

- ein Dunnst- Oder ein Dunnglas 

- ein Polymer-Dunnglas-Verbund 
eine Kunststofffolie 

- ein Kuriststofffolie-bunnglas-Verbund 

- ein Dunnstkeramiksubstrat 

- eine Metallfolie . . " : 

- ein Dunnstsubstrat auf Basis eines mineralischen Oxides oder Oxidgemisches oder Gesteins . 

- ein Dunnstsubstrat aus einem Verbundwerkstoff aus einem der zuvo genannten Dunnstsubstrate. 

14. Verbund gemass einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das tragersubstrat ei- 
nes bder mehrerie der nachfolgenden Substrate ist: ' 

- ein Glassubstrat 
-ein Glaskeramiksubstrat . . 

- ein Keramiksubstrat( 
ein fyietallsubstrat 

- ein Kunststoffsubstrat 

15. Verbund gemass einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfiache des Tra- 
gersubstrates eine ebene Oberfiache oder eine strukturierte Oberfiache oder eine pordse Oberfiache Oder eine 
gelochte Oberfiache mit einem oder mehreren Lochern ist. 

16. Verbund gemafi einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Verbindungsmaterial 
ein Kleber, insbesondere ein Kleber auf Silikon-, Epoxid-, Polyimid-, Acrylat-Basis ist 

1 7. VerbUnd gemaft einem der Anspruche i bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Verbindungsmaterial 
ein UV-hartbarer Kleber oder ein thermisch hartbarer Kleber oder ein lufthartender Kleber ist, 

18. Verbund gemaft einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Verbindungsmaterial 
temperaturstabil bis zu einer Temperatur von 400°C, bevbrzugt bis 230°C, besonders bevorzugt bis 250°C ist. 

19. Verbund gemafi einem der Anspruche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Verbindungsmate- 
rial derart gewahlt wird, dass ein Ausgasen bis zu einem Vakuum von 10~ 7 mbar, vorzugsweise bis zu einem 
Vakuum von 10 " 3 mbar nicht beeintrachtigt vi/erden. 

20. Verbund gemali einem der Ansipruche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Verbindungsmate- 
rial eines oder mehrere der nachfolgenden Stoffe ist: 

- ein Kleber mit Fullstoffen 

- ein Kleber mit Zuschlagstoffen 

ein einseitig klebendes Kiebeband . . , 

- ein beidseitig klebendes Klebeband 

- Kapton mit Silikonkieber : 

- ein Klebeband als Kleberahmen 

- ein Polymer 
-ein Kitt. 
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21. Verbund gemali Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der ausgehartete Kleber und/oder das 
Klebeband Mikroldcher aufweist, wobei die Grojie der Mikrolocher derart ausgebildet ist, dass zwischen dem 
Dunnstsubstrat und dem Tragersubstrat etngeschlossene Luft entweichen und keine Losungsmittel zwischen 
das Dunnstsubstrat und das Tragersubstrat eindringeh kann. 

22. Verbund gemaB einem der Anspruche 1 bis; 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Dunnstsubstrat fla- 
chig im Bereich der Randzohen mit dem Tragersubstrat verbunden ist 

. 23. Verbund gemaft einem der Anspruche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Dunnstsubstrat mit 
dem Tragersubstrat vollflachig verklebt ist. 

24. Verbund gemaft einem der Anspruche 1 bis 1 5 r .dadurch gekennzeichnet, dass das Dunnstsubstrat auf 
dem Tragersubstrat durch eine oder mehrere der hachfolgenden Krafte gehalten wird: 

- adhasive Krafte 

- elektrdstatische Krafte 
-Vakuurh 

25. Verbund aus einem Dunnstsubstrat und einem Tragersubstrat, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Dunnstsubstrat losbar mit dem Tragersubstrat verbunden ist und durch eine oder mehrere der nachfolgenden 
Krafte gehalten wird:. 

- adhasive Krafte 
-elektrostatische Krafte 

- Vakuum 

Krafte eines Verbiridungsmittels 

Es folgeh 2 Blatt Zeichnungen 
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Anhangende Zeichnungen 
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